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证券代码：605358                               证券简称：立昂微 

 

杭州立昂微电子股份有限公司 

接待投资者调研活动记录 

 

一、机构调研情况  

调研时间：2021 年 5 月 13 日 -2021 年 5 月 19 日 

调研接待形式：现场交流、线上交流 

机构投资者来访记录：  

东方证券、张家港金茂投资、张家港金城投资、上海混沌投资有限公司、华能贵

诚信托、杭州金投、上海洪鑫源实业有限公司、上海同安投资管理有限公司、海

通资管、杭州汇升资产、江海证券、杭州钱江新城投资、中非信银、毅达融京、

金鹰基金、平安证券资管、磐泽资本、金樟投资、中煤资管、凯丰投资、银万资

本、安信证券、厦门国贸、电科投资、国寿投、蔷薇控股、九泰基金、中兵投资、

盈科资本、长三角产业基金、北京城天久投资、国泰君安自营、浙江宁聚、伟星

投本、深圳纵贯资本、浙商证券资管、基石资本、纽富斯、中金公司、诺德基金、

蓝墨投资、韶夏资本、西部证券自营、珞珈方圆、国鑫投资、中信证券、国海证

券、银河投资、宁波宏阳投资、杭州城投资产管理集团有限公司、磐厚资本、中

新苏滁高新技术产业开发区、青岛城投金融控股集团有限公司、华西银峰投资、

建信信托、上海国鑫投资等 

公司接待人员： 

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 吴能云； 

证券法务 李志鹏。 
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二、调研纪要  

（一）公司概况介绍环节 

公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吴能云先生向调研投资者介

绍目前公司的三大业务板块：半导体材料、半导体功率器件和化合物半导体射

频芯片制造的主要代表产品的生产工艺、技术性能、应用领域等基本概况，并

介绍未来重点项目的进展情况。公司自 2002 年创办以来，始终专注于集成电路

用半导体材料、半导体功率器件的研发、制造、销售，2015 年成立子公司立昂

东芯切入化合物半导体射频芯片领域。公司坚持加大技术研发投入，通过承担

国家科技重大专项、引进高端技术人才等多种方式，不断加强自身的研发实力

与技术积累。公司曾被中国半导体行业协会评选为“2017 年中国半导体功率器

件十强企业”，硅片业务子公司——浙江金瑞泓在 2015 年至 2019 年连续多年

被评为“中国半导体材料十强企业”半导体硅片行业第一名。目前公司已经拥

有一个竞争力较强的具备硅单晶、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片、功率器件

与化合物半导体射频芯片制造能力的完整产业平台。 

（二）调研交流的主要问题及公司回复概要 

1、公司认为功率半导体价格上涨的持续性以及现在的供需关系情况还能维

持多久？您怎么看未来的供给增加后，对产品定价的影响？ 

答：首先功率半导体供不应求主要来源于需求端的快速增长。需求端的快

速增长主要是基于以下几个方面的原因。一方面是新能源汽车快速增长，另一

方面是清洁能源业务快速增长，这两方面业务的快速增长带来对半导体功率器

件需求的快速增长，而且这两方面的需求在未来 3-5 年的成长具有确定性。另
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外得益于 5G通讯逐渐普及，新的电子化、智能化的应用场景越来越多，物联

网、人工智能等新的应用场景层出不穷，功率半导体新的需求会越来越多。 

其次供给端方面，半导体功率器件厂商按照正常的扩张速度，从厂房建设

再到客户端的验证，一般需要 2-3 年的时间才能达到产能爬坡的阶段。同时目

前的半导体功率器件的设备购买的交货期延长。设备的交期加上厂房建设期、

客户的验证周期，新增产能的过程可能没有这么顺利。因此公司结合两方面情

况认为，半导体功率器件的前景在未来 3-5 年看好。 

2、公司最早的硅片技术来源于哪里？ 

答：阙端麟院士是浙江大学硅材料院士，2000 年在宁波成立了浙江金瑞泓。

阙端麟作为公司硅片业务的创始人，核心技术是自主产权、自主研发而来。阙端

麟教授最早发明的技术包括掺氮的技术保护、直拉硅单晶技术等。20 多年前相关

技术基本由国外前五大硅片企业垄断，如果没有自有专有技术难以进入这个行业。

公司创始人阙端麟是浙江大学硅材料国家重点实验室的第一任主任，公司成立后，

公司从浙江大学硅材料国家重点实验室招聘了一大批本科、硕士、博士研究生，

经过多年的培养，逐渐形成了自主研发团队。公司现拥有 60 多项专利，其中硅

片领域拥有 30 多项专利，2019 年发明的微量掺锗硅单晶技术被评为“国家技术

发明二等奖”。 

3、销售硅片占整个公司的收入比例大概是多少？ 

2020 年公司合并销售额约 15 亿元人民币，其中硅片业务约 10亿元人民

币，功率半导体约 5 亿元人民币。其中，硅片业务收入剔除了供给母公司用于

半导体功率器件生产的部分，如果加上该部分关联销售，硅片收入约为 12亿元

人民币，具体数字请以公司 2020 年年报中披露的数据为准。 
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4、公司 2020 年硅片 12 亿元人民币的收入具体是何种结构？ 

答：公司营业收入结构上，8 英寸硅片收入占比超过 50%，外延片收入占比

超过 70%，12 英寸硅片去年开始出货，2020 年收入不到 1000 万元人民币，但从

2021 年开始，12 英寸硅片已实现规模化的生产和销售，将对 2021 年销售收入

做出更大贡献。 

5、公司 12 英寸硅片目前设计产能是多大？ 

答：公司 2021 年非公开发行股票的募投项目之一就是年产 180 万片的 12

英寸硅片项目。目前该项目已建成月产 2 万片的产能，到 2021 年 6月底预计可

以建成月产 10 万片的产能，预计全部产能将于 2021 年底建成。 

6、公司的硅片产品和全球前 5 大硅片厂商的技术水平差距有多大？ 

答：全球硅片市场竞争格局中，全球前 5 大硅片厂商是日本的信越化学和

SUMCO、台湾环球晶圆、德国 Siltronic、韩国 SK Siltron，全球前五大公司占

据 12英寸硅片 97%以上的市场份额。公司的硅片跟国外相比，6英寸、8 英寸硅

片已实现同步竞争，其中部分规格的重掺硅片属于公司的特色产品，销售价格

高于国外厂商的平均售价，且公司约 20%的硅片出口到海外，例如美国安森美同

时是公司 8 英寸、12 英寸硅片的客户。国内与国外的差距主要在于 12英寸轻掺

硅片，公司 2018 年开始建设 12 英寸轻掺硅片产线，2019 年购买设备，2020 年

初拉通 2万片/月产能的产线。因为轻掺硅片首先需要做测试片验证，然后再做

正片的验证，与国外的差距主要是时间、验证周期的差距。12 英寸重掺硅片方

面，公司 12英寸的重掺硅片技术水平已经完全同步，有些特殊规格的 12 英寸

重掺硅片已实现领先。 

7、请问公司的优势是什么？ 
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答：第一，公司技术领先，有自主的知识产权；第二，公司拥有完整的产

业链，从拉单晶开始到抛光片再到外延片；第三，规模优势。公司已经连续多

年在国内排名第一；第四，高端客户优势。华润微是公司第一大客户，中芯国

际是第二大客户，其他大客户包括华虹、杭州士兰微、美国安森美、日本东

芝、台湾汉磊等，公司已占据了非常有利的供应商位置；第五，人才优势。国

内其他硅片厂商大多引入外部技术团队，而公司以自主培养团队为主，阙端麟

院士是我们的创始人，公司自浙大硅材料专业、浙大硅材料国家重点实验室招

聘、培养了一大批人才，在此基础上有针对性的引进了一些人才。 

8、功率半导体这一块如何？ 

答：功率半导体业务由母公司立昂微经营，目前主要是三大类产品：SBD、

MOS 和 TVS，新产品 FRD 正在客户验证，预计明年一季度通过验证实现销售。目

前公司 SBD 每月出货量为 10 万片，MOS 每月 3万片，TVS 每月 5,000 片。 

产品用途主要是 4大类：①汽车电子。公司每月 2-3 万片销售给汽车电子

客户，如博世、大陆集团、法格等已将公司功率半导体芯片切入到汽车电子

中，公司通过台湾半导体、安森美最终销售用于汽车电子；②光伏专用的肖特

基芯片。光伏客户是公司间接客户，如西安隆基、金科能源、晶澳科技等光伏

终端客户。公司每月销售给光伏客户 5 万多片，约占全球光伏专用 SBD 芯片 35%

左右的市场份额；③电源管理芯片。包括手机的快充、LED 的电源管理、设备整

机的电源管理等，均会用到公司电源管理芯片；④驱动控制用途。包括白色家

电，家电的 PPS 需要用到功率芯片。公司产品用途主要是上述 4大类，公司的

功率器件产品在 2017 年被评为中国半导体功率器件 10 强里面的第 7位。功率
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器件行业竞争比较激烈，技术门槛也不高，但公司发展战略是差异化的特色细

分路线，在特色细分行业实现增长。 

 

 

杭州立昂微电子股份有限公司董事会  

二〇二一年五月二十四日 

 


